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Das EMS-Unternehmen Profectus stellt strate-
gisch alle Weichen auf Wachstum

Durch Kombination von UV-und
IR-Laserblichtung (LUVIR) lassen
sich konventionelle Létstopplacke
deutlich effizienter belichten
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Aluminiumscandiumnitrit-Schichten wurden erstmals erfolgreich im
MOCVD-Verfahren erzeugt: Ein Durchbruch fiir kiinftige Elektronik

Recycling ist ein grofies Thema: Im Elektronikschrott stecken wertvolle
Stoffe. Doch wie konnen wir sie in den Stoffkreislauf zuriickfiihren?
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Flexible, zuverldssige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs
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Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grofbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedurfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow @VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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6-Komponenten-Messrad fiir Kleinwagen
und Elektroautos
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Weltweit erste Herstellung von Aluminium-
scandiumnitrid per MOCVD
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und Automatenlgtungen mit Vorteilen die tiberzeugen:
o glasklare Flussmittelriickstande

o spritzfreies Loten

o thermisch stabil

o optimale Benetzungseigenschaften

Kombiniert mit den Vorteilen der ECO-TIN-Qualitét:

o aus fairen umweltschonenden Rohstoffen gefertigt

Gewinnen Sie einen E-Scooter
bei unserem Jubildumsgewinnspiel.

www.felder.de — Productronica: Halle 4, Stand 381

Lotdrahte aus der ISO-Core ,Clear* Serie — Lottechnik fiir
hdchste Anspriiche, Hochqualifizierte Lotdréhte fiir Hand-

o unter Einhaltung européischer Sicherheitsstandards.
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